










































专利名称(译) 探头及其制造方法

公开(公告)号 CN105726059A 公开(公告)日 2016-07-06

申请号 CN201510691538.6 申请日 2015-10-22

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

[标]发明人 高锺善
高铉泌
金基修
金容载
李钟牧

发明人 高锺善
高铉泌
金基修
金容载
李钟牧

IPC分类号 A61B8/00

优先权 1020140190374 2014-12-26 KR

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

在这里公开了一种探头及其制造方法。所述探头包括：声学模块，包括
被构造为产生超声波的压电层、被构造为减小压电层和对象之间的声阻
抗的差值的匹配层和被构造为吸收由压电层产生并从压电层向后传输的
超声波的背衬层；多个衰减层，设置在声学模块的上表面的两个边缘并
被构造为衰减通过声学模块产生的超声波；以及透镜层，被设置为覆盖
衰减层的上表面并被构造为使从压电层向前传输的超声波聚焦在预定
点。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c6c9f491-6656-4ace-897f-c1290bb963f7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054010813/publication/CN105726059A?q=CN105726059A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN105726059A

